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印制板浸银规范

1 范围

1.1 范围说明 本规范规定了使用浸银作为印

制板表面处理的要求。本规范期望去定义基于

性能标准的浸银厚度要求。本规范适用于化学

药水供应商、印制板制造商、电子制造服务业

（EMS）、原始设备制造商（OEM）。

1.2 描述 浸银是在铜面上沉积一层薄的银。

它是一种多功能的表面处理，适用于焊接。也

可应用在一些挤入式接触和表面接触。它适合

打铝线。浸银保护下面的铜面免受氧化，以超

过预期的保存期限。暴露在湿气和诸如硫和氯

的空气污染物中，可能给沉积层的使用寿命带

来负面影响。这个影响可能会从轻微的变色到

焊盘完全的变黑。适当的包装是必需的。

1.3 ⽬的 本规范规定了浸银作为表面涂层的详

细要求。与其它涂层的要求一样，它将作为IPC-
4550规范家族的一部分被IPC镀覆制程小组委员
会记录。因为这份和其它可适用的规范是不断

更新的，小组委员会将加入适当的改善并对这

些文档作出必要的修正。

1.4 性能功能

1.4.1 可焊性 浸银首要的功能是提供一个可

焊的表面处理，适合所有的表面贴装和通孔组

装，并且有适当的保存期限。符合本规范操作

的浸银，已证明有能力满足IPC J-STD-003和行
业资料要求的12个月保存期限。

1.4.2 表⾯接触 有可能将浸银用在接下来的

应用上。浸银适用于在IPC-6010系列1级和2级
产品要求，但是暂不推荐用于IPC-6010系列3级
要求高可靠性，不允许设备中断，并且当被要

求时电路应当运行的电子产品上。例如3级产品
为应用在生命维持设备和关键武器系统。

1.4.2.1 薄膜开关 厚度接近为0.1μm[4μin]的浸
银表面已经显示出适于进行一百万次的接触，

接触后的电阻变化是可以忽略的。然而，最终

使用的环境（温度、湿度、污染物）可能会减

低此性能。最终用户应当确定使用环境对浸银

层的影响。

1.4.2.2 ⾦属球接触 这个话题的数据应该提交

给IPC 4-14，镀覆制程小组委员会考虑，在将来

的修订版中加入。

1.4.3 电磁⼲扰屏蔽 浸银是一种表面处理，可

以作为电子干扰屏蔽和电路印制板之间的接触

面。这种应用的关键特性是印制板金属化层和

屏蔽材料要一致。在两个表面间形成一个高导

电的接口，确保极好的电磁干扰屏蔽能力，同样

浸银层也应该具有对大气影响的抵抗能力。关

于遮蔽界面的可靠性，最终用户应当确定终端

使用环境的影响。不是直接接触的地方，周边

的氧化不可作为拒收印制板或者浸银的理由，

但是可以作为活泼金属受到大气影响的一个证

据。

1.4.4 打铝线 浸银符合MIL-STD-883，方法
2011.7的要求。影响性能的因素包含清洁度、基

材材料、线厚和表面粗糙度。浸银不是一个表

面整平剂，表面粗糙度很大程度上取决于底铜

的表面。作为可接受的打线结合，浸银不像其

它贵金属在这方面的应用。它有潜在的不稳定

性。建议打线结合位置要全面封装，以确保长

时间的可靠性和一致性。委员会正在积极寻找

关于浸银作为适合打线用途的额外资料。

2 适⽤⽂件

2.1 IPC1

IPC J-STD-003 印制板可焊性测试

IPC-TR-586 浸银层厚度联合声明调查资料纲要

IPC-2221 印制板设计通用标准

IPC-6011 印制板通用性能规范
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